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今週のキーワード

AI光化加速
データセンターの光化とSiP量産が本格化

42
件

記事数

11
カ国

対象国

20
%

光NW売上増

223.1
億ドル

LiDAR市場

今週の全42記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
Broadcom 800G
CPO量産

新製品
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

BroadcomがAI/HPCデータセンター向け800G CPO
スイッチASICの量産を開始、消費電力と遅延を大幅削
減。

#02 NVIDIA 光I/O導入 企業戦略
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○
NVIDIAが大規模AIモデル向けGPU間接続に新世代シ
リコンフォトニクス光インターコネクト技術を導入。

#03
Ayar Labs
光I/Oチップ

製品紹介
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

Ayar LabsがAI/HPC性能を飛躍させる光I/Oチップレ
ットの商業展開を加速、データセンターのボトルネッ
ク解消へ。

#04 NTT IOWN光電融合
技術ブレ
ークスル

ー

●●●●
●

●●○○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
●

NTTがIOWN構想で光電融合技術のブレークスルーを
発表、超高速・低消費電力な次世代コンピューティン
グ実現へ。

#05 Marvell 1.6T LPO出荷 新製品
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

MarvellがAI/HPC向け1.6T LPOトランシーバーの初
期サンプル出荷を開始、データセンターの消費電力と
コストを削減。

#06 シエナ 光NW容量増強 技術改良
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

シエナがAIワークロード向け光ネットワーク容量を80
0Gb/sおよび1.6Tb/sコヒーレント技術で30-50%増
強。

#07
光回路スイッチング牽
引

解説記事
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

AIデータセンターの銅線限界を突破する光回路スイッ
チング、周波数コムと超安定レーザーが次世代フォト
ニクスを牽引。

#09 インフィネラ 海底NW 製品導入
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○
●●○○

○

インフィネラがアルガル・テレコムの海底ネットワー
ク近代化向けにICE6
800G光エンジンとGXシリーズを採用し容量増加。

#10
AIデータセンター OCI
MSA

業界標準
化

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●●
○

AIデータセンターで800G/1.6T光インターコネクトへ
の移行が加速、OCI MSAが共通光物理層を定義。

#11 ZTE OTN認証取得 企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○
●●○○

○
ZTEのOTNポートフォリオがEUCC Substantialレベ
ルのサイバーセキュリティ認証を世界で初めて取得。

#12 ルメンタムCEO予測 市場予測
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

ルメンタムCEOがAIデータセンターで銅線から光接続
への移行を予測、インジウムリン製造能力がボトルネ
ックに。

#13
アルゴリズム設計SiN
回路

学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
アルゴリズム設計による窒化シリコン小型フォトニッ
ク回路が次世代計測・通信・量子技術を拓く。

#14 シスコAcacia収益予測 市場レポ
ート

●●○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●○
○

●●●○
○

シスコのAcaciaビジネスが800Gコヒーレント光デバ
イス需要でハイパースケーラー市場から40億ドルの収
益を見込む。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#15
ノキア
光ファイバーセンサー

応用研究
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
ノキアがコヒーレント光技術とAIで光ファイバーをセ
ンサー化し、次世代ネットワーク保護と監視を強化。

#16
シスコ
光デバイス経済性

解説記事
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

シスコのビル・ガートナー氏がAIデータセンターの光
デバイス経済性を語る、1.6Tデバイスがボトルネック
解消の鍵。

#17 日本連合 分散AI実証 実証実験
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

●

日本企業連合が光ファイバーを活用した分散AI処理イ
ンフラの実証実験を「KYOJO
CUP」と連携して開始。

#18 ノキア AI自動化NW 企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○

ノキアがAI支援自動化とICE-Xプラガブルコヒーレン
ト光デバイスで光ネットワーク運用を革新、TCO削減
とレジリエンス向上へ。

#19 シスコAcacia買収動向 企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○
シスコによるAcacia Communications買収の動向、
コヒーレント光技術が5G戦略の鍵として注目。

#20 ノキア 光NW売上増 企業業績
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

ノキアが2026年第2四半期決算でAI・クラウド需要に
よる光ネットワーク売上20%増を達成、米国に製造能
力を強化。

#21 光周波数コム測定 学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●○○

○

光周波数コムを用いた単一フレーム分光干渉法により
、光学平板の厚さ・屈折率・分散・表面平坦度を高速
同時測定。

#22
AIデータセンター
光化加速

市場概観
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

AIデータセンターが銅線限界を超えフォトニックイン
ターコネクトへ急加速、800G/1.6TデバイスとOCI
MSAが市場を牽引。

#23 Eliyan 資金調達 企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

シスコ出資のEliyanが1.45億ドル資金調達で評価額10
億ドルに到達、AIチップ間・ラック間通信のボトルネ
ックを解消へ。

#24
IOWN GF
コヒーレント

解説記事
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

IOWN Global ForumがコヒーレントプラガブルがAI
時代のインフラ変革を牽引、ネットワークエッジでの
長距離・大容量光接続を実現。

#25
Kerrコムシミュレーシ
ョン

学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

●
●●○○

○

ウィスコンシン大学がKerr周波数コム生成のフルウェ
ーブシミュレーションフレームワークを開発、高精度
測定・量子技術に貢献。

#26
PsiQuantum
DARPA契約

企業戦略
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●○○

○

PsiQuantumがDARPAから1.25億ドルの量子ベンチ
マーキング契約を獲得、実用規模フォトニック量子コ
ンピューター検証へ。

#27 PsiQuantum CHIPS法 企業戦略
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●○○

○
PsiQuantumが米国商務省CHIPS法に基づき1億ドル
の量子コンピューティング開発意向書を締結。

#28 PsiQuantum 人材育成 企業活動
●○○○

○
●●●●

●
●○○○

○
●●○○

○
●○○○

○
PsiQuantumがサウスシカゴの量子技術教育と人材育
成プログラムに25万ドルを慈善投資。

#29
Ouster
対ドローンLiDAR

応用製品
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○
OusterがドイツのARGUS Interceptionと戦略的提携
、デジタルLiDARを対ドローン迎撃機に統合。

#30
Lightmatter
NVIDIA連携

企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

LightmatterがNVIDIA NVLink Fusionエコシステム
に参画し、AIデータセンター向けフォトニック相互接
続戦略を加速。

#31
Scantinel FMCW
LiDAR

新製品
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

Scantinel PhotonicsがMicroVisionの一部となり、30
0メートル超FMCW
LiDAR-on-Chipを自動運転向けに実用化。

#32 GF SiP R&D;助成金 企業戦略
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

GlobalFoundriesが米国商務省から3億ドルの助成金で
シリコンフォトニクスR&D;を加速、米国のリーダー
シップ強化へ。

#33
ファウンドリ
SiP量産加速

市場概観
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

主要ファウンドリ各社がAI・HPC需要に対応するため
シリコンフォトニクス量産体制を加速、UMCが初の1
2インチウェーハ出荷。

#34 Innoviz 防衛契約 企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

Innoviz Technologiesが350万ドル相当の初の防衛契
約を獲得、対ドローンシステムにLiDARユニット供給
へ。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#35
Luminar破産
Volvo廃止

市場危機
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○

Luminar Technologiesが破産申請、VolvoはLiDAR搭
載モデルからLiDARを完全に廃止し、オーナーに補償
。

#36 MTP SiP異種統合 学術論文
●●●●

●
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

Ghent大学とimecがマイクロトランスファープリンテ
ィングでシリコンフォトニクス異種統合の新境地を開
拓。

#37 中国製LiDARリスク 政策動向
●○○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

○
米国下院議員がCNBCレポートで中国製LiDARの国家
安全保障リスクを警告、段階的廃止法案を提案。

#38
NVIDIA/Broadcom
CPO量産

新製品
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○

NVIDIAとBroadcomがコパッケージ光学（CPO）ス
イッチの量産を開始、データセンターの電力消費を最
大3.5倍削減へ。

#39
ナノプリント量子フォ
ト

学術論文
●●●●

●
●○○○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●○○

○
ナノプリントされた足場が量子フォトニクスに直接分
子アクセスを可能にする新技術。

#40 フォトニック量子解説 解説記事
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

フォトニック量子コンピューティングの物理と可能性
：光子を量子ビットとして用いるPsiQuantumのアプ
ローチ。

#41
NRL
量子イノベーション

応用研究
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○
米国海軍研究所（NRL）が量子材料と集積フォトニッ
クデバイスで米国の量子イノベーションを加速。

#42 Photonics21 予防医療 政策提言
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

Photonics21がヨーロッパの予防医療推進を提唱、AI
とフォトニクスで疾患の早期発見と個別化医療を実現
。

#43 LiDAR市場予測と淘汰 市場レポ
ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
●

●●●●
○

●●●●
○

ソリッドステートLiDARコンポーネント市場は2035年
に223.1億ドルに成長予測、Luminarの破産は市場の
焦点が耐久性にシフトしたことを示す。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ AIデータセンターの「光化」は、貴社の材料・部品戦略をどう変えるか？
BroadcomやNVIDIAがCPO/シリコンフォトニクスを量産・導入し、データセンターの電力消費を最大3.5倍削減する動
きが加速しています。既存の電気配線や光モジュールに依存するビジネスモデルは、この劇的な変化に対応できるでしょ
うか？日本の材料・部品メーカーは、この新たなサプライチェーンでどのようなポジションを築くべきか、早急な戦略見
直しが求められます。

❷ LiDAR市場の「淘汰」と「サプライヤー耐久性」の変化に、貴社は対応できているか？
Luminar Technologiesの破産とVolvoのLiDAR廃止は、LiDAR市場が技術仕様だけでなく、サプライヤーの財務的安定性
と量産能力を重視するフェーズに入ったことを示しています。2035年に223.1億ドル市場と予測される中で、日本の自動
車メーカーやLiDAR関連企業は、信頼できるサプライヤー選定基準を再構築し、地政学的リスク（中国製LiDAR規制）も
考慮したサプライチェーン戦略を構築できているでしょうか？

❸ NTT IOWN構想のブレークスルーは、日本の技術優位性を確立できるか？
NTTがIOWN構想で光電融合技術のブレークスルーを発表し、日本企業連合が分散AI処理インフラの実証実験を開始しま
した。これは、超高速・低消費電力な次世代コンピューティングとネットワーキングを実現する日本発の重要な動きです
。しかし、国際標準化やグローバル市場での普及には、さらなる技術連携と戦略的なアライアンスが不可欠です。この技
術を真の競争力に転換するための具体的なロードマップは描けているでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

AI光化SiP量産

IOWN推進

LiDAR淘汰

中国LiDAR

量子フォト

光センシング

AI設計

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● AI光化 注意 高性能光部品需要増 既存電気部品市場縮小

● SiP量産 注意 SiP部品の安定供給 特定ファウンドリ依存

● IOWN推進 機会大 日本発技術の国際標準化 国際競争力不足

● LiDAR淘汰 脅威大 信頼性高い企業へ集中 サプライヤー破綻リスク
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● 中国LiDAR 脅威大 非中国製LiDAR需要増 サプライチェーン混乱

● 量子フォト 機会大 次世代コンピューティング 長期R&D;投資負担

● 光センシング 参考 新規監視ソリューション 既存技術との競合

● AI設計 機会大 革新的デバイス設計 基礎研究段階
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深掘り ① ― AIデータセンターの「光化」が本格始動
#01 | 2026/07/29 | Photonics News Weekly | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

BroadcomがAI/HPCデータセンター向け800G CPO（コパッケージドオプティクス）対応スイッチASICの量産を開始
しました。CPOは光エンジンをスイッチASICと同一パッケージに統合する技術で、システム全体の消費電力とデータ遅
延を大幅に削減します。初期導入は主要クラウドプロバイダーの次世代AIクラスターで進められており、AIインフラの
コスト削減と性能向上に大きく貢献すると期待されます。

このリタイマーレス設計は、電気信号の長距離伝送による信号劣化や電力損失を最小限に抑え、テラビット級の帯域幅
を必要とするAIクラスターのGPU間通信ボトルネックを解消します。NVIDIAも同様にCPOスイッチの量産を開始して
おり（#38）、2026年後半にはさらなる生産拡大が見込まれています。2027-2028年には電気相互接続の物理的限界
からCPOへの移行が不可欠になると予測されており、データセンターアーキテクチャの標準となる可能性を秘めていま
す。

▶ 技術者の視点

BroadcomとNVIDIAというAIインフラの主要プレイヤーがCPOスイッチの量産に踏み切ったことは、
データセンターの「光化」が不可逆的なトレンドになったことを明確に示しています。提示された「電
力消費最大3.5倍削減」という数値は、AIワークロードの電力コストに悩むデータセンター事業者にと
って非常に魅力的であり、CPOの導入を加速させる強力なインセンティブとなるでしょう。しかし、CP
Oは高度なシリコンフォトニクス技術と精密なパッケージング技術を要求するため、製造コストや歩留
まりの安定化が実用化に向けた未解決課題として残ります。 【機会】日本の材料・素材メーカーにとっ
ては、CPO向け光導波路材料、接着剤、封止材、精密パッケージング技術など、新たな高付加価値市場
が生まれます。部品メーカーは、CPOモジュール内のレーザーや検出器、光ファイバーコネクタなどの
需要増を見込めます。R&D;部門は、CPOの熱管理、信頼性評価、製造プロセス最適化に関する技術開
発を急ぐべきです。 【脅威】既存の電気インターコネクトやプラガブル光モジュールに特化してきた企
業は、市場の急激な変化に対応できなければ、競争力を失う可能性があります。調達部門は、CPOサプ
ライチェーンの動向を注視し、新たなサプライヤーとの関係構築を始める必要があります。

深掘り ② ― SiP量産加速がサプライチェーンを再編
#33 | 2026/07/30 | TrendForce | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

TSMC、UMC、GlobalFoundries、Tower Semiconductorといった主要ファウンドリが、AI・HPC需要に対応するた
めシリコンフォトニクス（SiP）の量産体制を加速しています。UMCのシンガポール工場は初の量産型12インチSiPウェ
ーハを出荷し、TSMCのCOUPE統合プラットフォームは生産段階に入りました。Tower Semiconductorは日本での12
インチSiPおよび先進パッケージングプラットフォームへの転換を計画しており、GlobalFoundriesも生産能力を拡大し
ています。

この動きは、AIデータセンターにおけるデータ伝送のボトルネックと電力消費の課題を解決するSiP技術への期待の表
れです。各社はAI・HPC分野の長期需要を見据え設備投資を増額しており、コパッケージ光学（CPO）などの次世代相
互接続技術の基盤となるSiP技術の確保と量産化が急務となっています。
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▶ 技術者の視点

主要ファウンドリがSiPの量産体制を本格化させていることは、シリコンフォトニクスがAI時代の半導体
インフラの不可欠な要素として確立されたことを意味します。UMCの12インチSiPウェーハ出荷やTSM
CのCOUPE生産開始は、SiPが量産フェーズに入り、コスト効率とスケーラビリティが向上することを示
唆しています。Tower Semiconductorが日本工場をSiPプラットフォームに転換する計画は、日本国内
でのSiP製造能力強化に繋がる可能性があり、注目すべき動向です。 【機会】日本の半導体材料メーカ
ーは、SiP向け特殊ウェーハ、光導波路材料、パッケージング材料などで新たなビジネスチャンスを掴め
ます。半導体パッケージング企業は、SiPと電気チップの異種統合技術（3Dハイブリッドボンディング
、マイクロトランスファープリンティングなど）で競争力を高める機会があります。R&D;部門は、SiP
の信頼性向上、熱管理、光結合効率の最適化に注力すべきです。 【脅威】SiP製造は高度なプロセス技
術と大規模な設備投資を必要とします。日本のファウンドリや部品メーカーがこの投資競争に乗り遅れ
ると、グローバルサプライチェーンでの存在感が低下するリスクがあります。また、特定の海外ファウ
ンドリへの依存度が高まる可能性も考慮する必要があります。
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深掘り ③ ― NTT IOWN構想、光電融合で日本がリード
#04 | 2026/07/25 | TechJapan Daily | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●○○ 日本関連度●●●●●

NTTはIOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想において、光電融合技術における重要なブレークス
ルーを発表しました。この技術は、光と電気の変換効率を大幅に向上させ、次世代コンピューティングおよびネットワ
ーキングにおける消費電力削減と超高速通信を実現します。データセンター内の接続やエッジコンピューティングへの
応用が期待されており、実証実験の結果が注目されています。

NTTの研究者たちは、独自の材料科学とデバイス構造設計を組み合わせることで、光信号と電気信号の相互変換効率を
大幅に改善し、遅延も極限まで削減することに成功しました。具体的な数値は未公表ですが、既存技術と比較して数分
の1の消費電力で同等以上のデータ転送能力を持つデバイスの実現を示唆しています。これは、日本企業連合による分
散AI処理インフラの実証実験（#17）とも連携し、日本の技術優位性確立に貢献する可能性があります。

▶ 技術者の視点

NTTの光電融合技術のブレークスルーは、IOWN構想の実現に向けた極めて重要な一歩であり、学術的
にも高い新規性を持つ成果です。具体的な数値が待たれるものの、「数分の1の消費電力」という目標
が達成されれば、AI時代のデータセンターの電力問題に対する根本的な解決策となり得ます。しかし、
基礎研究段階から実用化までには、材料の安定供給、量産技術の確立、国際標準化といった多くの課題
が残されています。 【機会】日本の材料メーカーは、NTTの独自材料科学に貢献できるチャンスがあり
ます。光部品メーカーは、高効率な光電変換デバイスの開発で連携を模索すべきです。R&D;部門は、N
TTの技術動向を注視し、自社の光デバイスや光ネットワーク技術とのシナジーを検討することで、IOW
Nエコシステムへの参画を目指すべきです。 【脅威】この技術が国際標準として普及しない場合、日本
独自のガラパゴス化のリスクがあります。また、技術の複雑性から、中小企業が参入障壁に直面する可
能性も考えられます。NTTは国際的なパートナーシップを強化し、オープンイノベーションを推進する
ことが不可欠です。

その他の注目記事
NVIDIAとBroadcom、コパッケージ光学（CPO）スイッチの量産を開始（Electronics360）
技●●●●○ 実●●●●● 市●●●●●

AIデータセンターの電力消費を最大3.5倍削減するCPOスイッチの量産開始は、AIインフラの設計を根本から変える決
定打となる。

NVIDIA、大規模AIモデル向けGPU間接続に新世代シリコンフォトニクス光インターコネクト技術を導入（HPC Wire）
技●●●●○ 実●●●●○ 市●●●●●

NVIDIAがGPU間接続にシリコンフォトニクスを導入することは、AI/HPCの性能向上と光通信技術の普及を強力に牽引
する。

Lightmatter、NVIDIA NVLink Fusionエコシステムに参画し、AIデータセンター向けフォトニック相互接続戦略を加速（International Banker）
技●●●●○ 実●●●○○ 市●●●●●

NVIDIAエコシステムへの参画と巨額資金調達は、CPO/NPO技術がAIデータセンターの未来を担うことを示唆する。

ソリッドステートLiDARコンポーネント市場は2035年に223.1億ドルに成長予測、Luminarの破産は市場の焦点が耐久性にシフトしたことを示す（Kaiso
Research）
技●○○○○ 実●●●●● 市●●●●●

LiDAR市場の成長予測とLuminarの破産は、技術力だけでなくサプライヤーの財務安定性が重要になる市場の厳しさを
浮き彫りにする。

Luminar Technologiesが破産申請、VolvoはLiDAR搭載モデルからLiDARを完全に廃止し、オーナーに補償（Moomoo）
技●○○○○ 実●●●●● 市●●●●●
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LiDAR市場の淘汰が現実のものとなり、自動車メーカーのサプライヤー選定基準に大きな影響を与えるだろう。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;/半導体PKG】CPO/シリコンフォトニクス関連の最新技術動向（特に熱管理、光結合、パッケージング
技術）を調査し、自社技術とのギャップを評価せよ。

• 【調達/経営企画】LiDARサプライヤーの財務状況と量産能力に関する情報収集を開始し、既存・新規サプライ
ヤーのリスク評価を更新せよ。

• 【経営企画/R&D;】NTT IOWN構想の最新発表（光電融合技術）を詳細に分析し、自社の事業機会と技術連携
の可能性について検討を開始せよ。

▍短期（1ヶ月）
• 【R&D;/材料メーカー】CPO/SiP向け新材料（光導波路、接着剤、封止材）の開発ロードマップを策定し、主要
ファウンドリやシステムメーカーとの連携を模索せよ。

• 【EV設計/自動車部品】中国製LiDARの規制動向（米国#37）が自社のサプライチェーンに与える影響を評価し
、代替サプライヤーの候補リストを作成せよ。

• 【R&D;/量子技術】フォトニック量子コンピューティング（PsiQuantum #26,
#27）の進展を注視し、将来的な応用可能性について社内勉強会を実施せよ。

▍中長期（四半期〜）
• 【経営企画/R&D;】AIデータセンターの光化トレンドを見据え、中長期的な事業戦略と投資計画を再評価し、Si
P関連のM&A;や戦略的提携の可能性を検討せよ。

• 【R&D;/生産技術】マイクロトランスファープリンティング（MTP #36）など、SiP異種統合を可能にする次世
代製造技術の研究開発に投資し、量産化に向けた技術基盤を構築せよ。

• 【経営企画/R&D;】NTT IOWN構想の国際標準化活動に積極的に参画し、日本の技術がグローバル市場で優位
性を確立するための戦略を立案・実行せよ。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-08-01
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収録記事一覧

#01 Broadcom、次世代AI/HPCデータセンター向け800G CPOスイッチASICを量産開始：消費電力
と遅延を大幅削減

#02 NVIDIA、大規模AIモデル向けGPU間接続に新世代シリコンフォトニクス光インターコネクト技

術を導入

#03 Ayar Labs、AI/HPC性能を飛躍させる光I/Oチップレットの商業展開を加速：データセンターの
ボトルネック解消へ

#04 NTT、IOWN構想で光電融合技術のブレークスルーを発表：超高速・低消費電力な次世代コンピ
ューティングとネットワーキング実現へ

#05 Marvell、AI/HPC向け1.6T LPOトランシーバーの初期サンプル出荷開始：データセンターの消

費電力とコストを削減

#06 シエナ、AIワークロード向け光ネットワーク容量を800Gb/sおよび1.6Tb/sコヒーレント技術で
30-50%増強

#07 AIデータセンターの銅線限界を突破する光回路スイッチング、周波数コムと超安定レーザーが次
世代フォトニクスを牽引

#09 インフィネラ、アルガル・テレコムの海底ネットワーク近代化向けにICE6 800G光エンジンと
GXシリーズを採用し、容量を増加

#10 AIデータセンター、800G/1.6T光インターコネクトへ移行加速、OCI MSAが共通光物理層を定
義

#11 ZTEのOTNポートフォリオ、EUCC Substantialレベルのサイバーセキュリティ認証を世界初取得

#12 ルメンタムCEO、AIデータセンターで銅線から光接続への移行を予測、インジウムリン製造能力
がボトルネックに

#13 人間には不可能だった最適設計を実現：アルゴリズム設計による窒化シリコン小型フォトニック
回路が次世代計測・通信・量子技術を拓く

#14 ザックス・エクイティ・リサーチ：シスコのAcaciaビジネス、800Gコヒーレント光デバイス需
要でハイパースケーラー市場から40億ドルの収益を見込む

#15 ノキア、コヒーレント光技術とAIで光ファイバーをセンサー化し、次世代ネットワーク保護と監
視を強化

#16 シスコのビル・ガートナー氏、AIデータセンターの光デバイス経済性を語る：1.6Tデバイスがボ
トルネック解消の鍵

#17 日本企業連合、光ファイバーを活用した分散AI処理インフラの実証実験を「KYOJO CUP」と連

携して開始



#18 ノキア、AI支援自動化とICE-Xプラガブルコヒーレント光デバイスで光ネットワーク運用を革
新、TCO削減とレジリエンス向上へ

#19 シスコによるAcacia Communications買収の動向：コヒーレント光技術が5G戦略の鍵として注

目

#20 ノキア、2026年第2四半期決算でAI・クラウド需要による光ネットワーク売上20%増を達成、米
国に8億〜9億ユーロを投じ製造能力を強化

#21 光周波数コムを用いた単一フレーム分光干渉法：光学平板の厚さ・屈折率・分散・表面平坦度を
高速同時測定

#22 AIデータセンター、銅線限界を超えフォトニックインターコネクトへ急加速：800G/1.6Tデバイ
スとOCI MSAが市場を牽引

#23 シスコ出資のEliyan、1.45億ドル資金調達で評価額10億ドルに到達：AIチップ間・ラック間通信
のボトルネックを電気光インターコネクトで解消へ

#24 IOWN Global Forum、コヒーレントプラガブルがAI時代のインフラ変革を牽引：ネットワーク
エッジでの長距離・大容量光接続を実現

#25 ウィスコンシン大学、Kerr周波数コム生成のフルウェーブシミュレーションフレームワークを開
発、高精度測定・量子技術に貢献

#26 PsiQuantum、DARPAから1.25億ドルの量子ベンチマーキング契約を獲得、実用規模フォトニッ
ク量子コンピューター検証へ

#27 PsiQuantum、米国商務省CHIPS法に基づき1億ドルの量子コンピューティング開発意向書を締

結

#28 PsiQuantum、サウスシカゴの量子技術教育と人材育成プログラムに25万ドルを慈善投資

#29 Ouster、ドイツのARGUS Interceptionと戦略的提携、デジタルLiDARを対ドローン迎撃機に統
合

#30 Lightmatter、NVIDIA NVLink Fusionエコシステムに参画し、AIデータセンター向けフォトニ

ック相互接続戦略を加速。8.5億ドル調達、評価額44億ドルに

#31 Scantinel Photonics、MicroVisionの一部となり、300メートル超FMCW LiDAR-on-Chipを自動
運転向けに実用化

#32 GlobalFoundries、米国商務省から3億ドルの助成金でシリコンフォトニクスR&Dを加速、米国
のリーダーシップ強化へ

#33 主要ファウンドリ各社、AI・HPC需要に対応するためシリコンフォトニクス量産体制を加速：

UMCが初の12インチウェーハ出荷、TSMCはCOUPEを生産段階へ

#34 Innoviz Technologies、350万ドル相当の初の防衛契約を獲得、対ドローンシステムにLiDARユ
ニット供給へ

#35 Luminar Technologiesが破産申請、VolvoはLiDAR搭載モデルからLiDARを完全に廃止し、オー
ナーに補償



#36 Ghent大学とimec、マイクロトランスファープリンティングでシリコンフォトニクス異種統合の
新境地を開拓

#37 米国下院議員ムーレナー、CNBCレポートで中国製LiDARの国家安全保障リスクを警告、段階的

廃止法案を提案

#38 NVIDIAとBroadcom、コパッケージ光学（CPO）スイッチの量産を開始：データセンターの電
力消費を最大3.5倍削減へ

#39 ナノプリントされた足場が量子フォトニクスに直接分子アクセスを可能にする新技術

#40 フォトニック量子コンピューティングの物理と可能性：光子を量子ビットとして用いる

PsiQuantumのアプローチ

#41 米国海軍研究所（NRL）、量子材料と集積フォトニックデバイスで米国の量子イノベーションを
加速

#42 Photonics21がヨーロッパの予防医療推進を提唱：AIとフォトニクスで疾患の早期発見と個別化
医療を実現

#43 ソリッドステートLiDARコンポーネント市場は2035年に223.1億ドルに成長予測、Luminarの破

産は市場の焦点が耐久性にシフトしたことを示す



#01 Broadcom、次世代AI/HPCデータセンター向け800G
CPOスイッチASICを量産開始：消費電力と遅延を大幅削
減

概要

大手半導体メーカーBroadcomが、AIおよびHPCデータセンター向けに設計された800G

コパッケージドオプティクス（CPO）対応スイッチASICの量産を開始しました。この
革新的なASICは、CPO光エンジンを統合したリタイマーレス設計により、システム全
体の消費電力とデータ遅延を大幅に削減します。初期導入は主要クラウドプロバイダ

ーの次世代AIクラスターで進められ、高速データ処理と電力効率の改善に大きく貢献
することが期待されています。これにより、AIインフラストストラクチャのコスト削
減と性能向上が加速する見込みです。

公開日 2026年07月29日  Photonics News Weekly  アメリカ



詳細

主要成果

大手半導体メーカーBroadcomは、AIおよび高性能コンピューティング（HPC）データ
センター向けに設計された800Gコパッケージドオプティクス（CPO）対応スイッチ
ASICの量産を開始したと発表しました。このASICは、CPO光エンジンを統合し、リタイ
マーレス設計を採用することで、従来の電気的接続に比べて消費電力とデータ遅延を劇
的に削減します。これにより、AIワークロードに不可欠な超高速かつ効率的なデータ伝
送が実現されます。

技術・臨床詳細

Broadcomの800G CPOスイッチASICは、最先端のシリコンフォトニクス技術とCMOSス
イッチング回路を単一パッケージ内に統合しています。このコパッケージング技術によ
り、電気信号がプリント基板上を長距離伝送する際に発生する信号劣化や電力損失を最
小限に抑えることが可能です。特に、リタイマー機能を省略した設計は、信号処理のス
テップを減らし、エンドツーエンドの遅延を大幅に短縮すると同時に、データセンター
全体の電力消費を効率化します。この技術は、テラビット級の帯域幅を必要とするAIク
ラスターや大規模言語モデル（LLM）のトレーニングにおいて、GPU間の通信ボトルネ
ックを解消する鍵となります。

背景・業界文脈

AIおよびHPCの急速な発展に伴い、データセンターにおけるデータ転送速度と電力効率
の要求はかつてないほど高まっています。従来の電気配線によるインターコネクトは、
ギガビットイーサネットの高速化に伴い、消費電力と信号減衰の問題が顕在化していま
した。CPO技術は、光通信モジュールをスイッチASICのすぐ隣に配置、あるいは同一パ
ッケージ内に統合することで、これらの課題を解決する次世代のデータセンターインフ
ラストラクチャの基盤として注目されています。Broadcomの量産開始は、この技術が
概念実証段階から実用化段階へ移行したことを明確に示すものです。



今後の展望

Broadcomの800G CPOスイッチASICは、初期段階で主要なクラウドプロバイダーの次世
代AIクラスターに導入される予定です。これにより、AIモデルのトレーニング時間短縮
や推論性能の向上に直結し、AIサービスの進化を加速させるでしょう。また、電力消費
の大幅な削減は、データセンターの運用コスト削減と環境負荷低減にも貢献します。今
後、このCPO技術は、さらに高密度化、高速化が進み、データセンターアーキテクチャ
の標準となる可能性を秘めています。市場全体で光インターコネクトへの移行が加速す
る中で、BroadcomはAI時代のインフラを支える重要なプレーヤーとしての地位を確立
すると見られます。

元記事: https://www.photonicsnews.com/800g-cpo-ai-datacenter-switch-asic-mass-production-

20260729

収集日: 2026年07月31日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#02 NVIDIA、大規模AIモデル向けGPU間接続に新世代シ
リコンフォトニクス光インターコネクト技術を導入

概要

NVIDIAは、次期GPUクラスターにおいて、チップ間およびボード間の光接続を強化す
る新世代光インターコネクト技術の採用を発表しました。この技術は、特に大規模な
AIモデルのトレーニングにおいて、GPU間の帯域幅と低遅延を最大化することを目的

としています。シリコンフォトニクスを基盤とし、電力効率を向上させることで、AI

演算のスケーラビリティと性能を飛躍的に高めることが期待されます。これにより、
AI開発と展開のボトルネック解消に貢献します。

公開日 2026年07月27日  HPC Wire  United States



詳細

主要成果

NVIDIAは、次期GPUクラスターに新世代の光インターコネクト技術を導入すると発表し
ました。この技術は、チップ間およびボード間の光接続を大幅に強化するもので、特に
大規模AIモデルのトレーニングにおけるGPU間の帯域幅と遅延性能を劇的に改善するこ
とを目的としています。シリコンフォトニクスを基盤とするこのソリューションは、従
来の電気配線による接続と比較して、電力効率の大幅な向上にも貢献します。

技術・臨床詳細

この新しい光インターコネクト技術は、NVIDIAのGPUが持つ計算能力を最大限に引き出
すために開発されました。高速なGPU同士の通信は、大規模AIモデルの学習効率に直結
し、特に数兆パラメータを持つモデルにおいては、チップ間のデータ転送速度がボトル
ネックとなることが少なくありません。NVIDIAが採用するシリコンフォトニクス技術
は、光信号を用いてデータを転送することで、電気信号の限界を超える帯域幅と低遅延
を実現します。これにより、GPUクラスター内の数千のGPUが相互に連携する際の効率
が向上し、AIトレーニング時間を大幅に短縮することが可能となります。また、電力消
費の削減は、データセンターの運用コストと冷却要件の低減にも寄与します。

背景・業界文脈

AIの進化は、ますます大規模なモデルと複雑なデータセットを必要とし、それに伴い
GPUクラスターの規模も拡大の一途を辿っています。しかし、従来の銅線ベースの電気
的インターコネクトは、信号劣化、電力消費、そして物理的な取り回しの制約から、こ
の成長に対応することが困難になりつつあります。このため、シリコンフォトニクスな
どの光インターコネクト技術への移行は、AI/HPC業界における喫緊の課題となっていま
す。NVIDIAのこの発表は、AIインフラの主要プレーヤーが、その最先端のGPUアーキテ
クチャにおいて光通信の重要性を認識し、積極的に導入を進めていることを示す重要な
マイルストーンとなります。



今後の展望

NVIDIAの新世代光インターコネクト技術の導入は、AI研究者やエンジニアがより大規模
で複雑なモデルを開発し、トレーニングすることを可能にします。これにより、AIの新
たなブレークスルーが加速し、自動運転、医療診断、科学計算など、多岐にわたる分野
での応用が期待されます。また、電力効率の改善は、持続可能なAI開発を促進する上で
不可欠です。NVIDIAの動きは、他のGPUメーカーやAIハードウェアベンダーにも光イン
ターコネクト技術への投資を促し、業界全体の技術革新をけん引する可能性を秘めてい
ます。これは、AI時代のコンピューティングインフラにおける新たな標準を確立する一
歩となるでしょう。

元記事: https://www.hpcwire.com/nvidia-new-optical-interconnect-gpu-20260727
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